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(54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR THERMALLY PROCESSING PLASTIC DISCS, IN PARTICULAR MOULD
WAFERS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM THERMISCHEN BEARBEITEN VON KUNSTSTOFFSCHEI-
BEN, INSBESONDERE MOLDWAFERN
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(57) Abstract: The present invention provides methods and a device for thermally processing plastic discs, in particular mould
wafers. The method comprises the following steps: clamping a plastic disc (15) at a first temperature (T1) on a first clamping devi-
ce (5; 50); heating the plastic disc (15) clamped on the first clamping device (5; 50) to a second temperature (T2), which is higher
than the first temperature (T1); ending the clamping on the first clamping device (5; 50) and transporting the heated plastic disc
(15) from the first clamping device (5; 50) to a second clamping device (9; 90) in a manner substantially free of contact; clamping
the heated plastic disc (15) on the second clamping device (9; 90); cooling the plastic disc (15) clamped on the second clamping
device (9; 90) to a third temperature (T3), which is lower than the second temperature (T2); and ending the clamping on the se-
cond clamping device (9; 90).

(57) Zusammenfassung:
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die vorliegende Ertindung schaftt Verfahren und eine Vorrichtung zum thermischen Bearbeiten von Kunststoffscheiben, insbe-
sondere Moldwafern. Das Verfahren umfasst folgende Schritte: Aufspannen einer bei einer ersten Temperatur (T1) befindlichen
Kunststoftscheibe (15) auf einer ersten Aufspanneinrichtung (5; 50); Erwérmen der auf der ersten Aufspanneinrichtung (5; 50)
aufgespannten Kunststoffscheibe (15), auf eine zweite Temperatur (T2), welche héher als die erste Temperatur (T1) ist; Beenden
des Aufspannens auf der ersten Aufspanneinrichtung (5; 50) und im wesentlichen beriihrungsloses Transportieren des erwdrmten
Kunststoftscheibe ( 15) von der ersten Aufspanneinrichtung (5; 50) zu einer zweiten Aufspanneinrichtung (9; 90); Aufspannen der
erwirmten Kunststoffscheibe (15) auf der zweiten Aufspanneinrichtung (9; 90); Abkiihlen der aut der zweiten Aufspanneinrich-
tung (9; 90) aufgespannten Kunststoftscheibe (15) auf eine dritte Temperatur (T3), welche niedriger als die zweite Temperatur
(T2) ist; und Beenden des Aufspannens auf der zweiten Aufspanneinrichtung (9; 90).



